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※概要（Summary ）： 

 パッケージされていない MEMS ウェハにおいて、

構造体を破損することなく小型にチップ化すること

を目的とする。 

 

※実験（Experimental）： 

使用設備：(B18)レーザダイシング装置/Mahoh Dicer 

ML200 

 

MEMS 構造形成済みのφ100mm ウェハ（厚さ：約

500umt）を上記設備で約 1.5mm□にチップ化する。 

※加工条件は京都大学ナノハブ様推奨条件 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

図 1 にステルスダイシングにてチップ化した

MEMSウェハの写真を示す。 

 

図 1 チップ出来栄え 

 確実に分断するために改質層を 15scan 入れて加工

した。チッピングおよびスカートが発生することなく

約 1.5mm□にチップ化できていることを確認した。 

 

※その他・特記事項（Others）： 

・今後の課題 

 狭ストリート化、高スループット化 
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